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摘要(译)

本发明提供一种封装基板、OLED显示面板及其制造方法和显示装置，属
于显示技术领域，其可解决现有的带凹槽封装基板的生产成本高、封装
基板总厚度较大、OLED显示面板难以实现轻薄化的问题。本发明的封装
基板包括第一基底和设于第一基底上的干燥剂层，所述干燥剂层包括干
燥剂微粒和用于固定干燥剂微粒的胶层。本发明的OLED显示面板包括上
述封装基板，还包括阵列基板，所述阵列基板与所述封装基板对盒得到
所述OLED显示面板。本发明的OLED显示面板制造方法包括：在第一基
底上形成干燥剂层制得封装基板，在第二基底上形成OLED器件制得阵列
基板；将所述阵列基板与所述封装基板对盒。本发明的显示装置包括上
述封装基板。
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